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证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2024-048 

 

天津金海通半导体设备股份有限公司 

关于控股股东部分股份补充质押的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东崔学

峰先生持有公司股份 8,511,132 股，占公司总股本比例为 14.19%，本次质押

1,130,000 股后，崔学峰先生累计质押数量为 3,165,000 股，占其持股数量比例为

37.19%，占公司总股本比例为 5.28%。 

 截至本公告披露日，崔学峰先生及其一致行动人龙波先生持有公司股份

13,855,278 股，占公司总股本比例为 23.09%。截至本公告披露日，崔学峰先生及

其一致行动人累计质押数量为 3,695,000 股（含本次），占其合计持股数量比例

为 26.67%，占公司总股本比例为 6.16%。 

 

公司于近日获悉，公司股东崔学峰先生将所持有本公司的部分股份质押，作

为对前期股份质押 2,035,000 股的补充质押，具体情况如下： 

1、本次股份质押基本情况 
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（注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。） 

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
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保障用途的情形。 

3、控股股东及其一致行动人累计质押情况 

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 
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（注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。） 

本次质押主要用于股票质押式回购交易补充质押，不涉及新增融资安排。崔

学峰先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司

实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，

依法及时履行信息披露义务。 

 

特此公告。 

 

 

天津金海通半导体设备股份有限公司 

董事会 

2024 年 7 月 30 日 

 


